
ブール・インゴット

機械
熱酸化処理
SOI(貼合・埋込)
イオン注入(埋込)
薄膜成⻑
誘電体薄膜
桑野 学術研究員 (羽根PJ)

III-V族半導体
松岡 学術研究員 (末光PJ)

回路形成
（前工程）

⿊⽥ PJ CMOSイメージセンサ, ロジックデバイス
福島 PJ AI半導体, GPU/CPU, 広帯域メモリ（HBM）
小池 PJ 先端LSI (GPU/CPU)

羽根 PJ エナジーハーベスタ, マイクロミラー
末光 PJ 5G/6G基地局向けGaN系高電子移動度トランジスタ

III族窒化物系光素子（発光ダイオード・太陽電池）

リソグラフィ
(塗布・露光・現像)

再成⻑
成膜

Si用絶縁膜
諏訪 特任准教授 (⿊⽥ PJ)

イオン注入・熱処理
エッチング・剥離
洗浄
マイクロバブル洗浄
高橋 特任教授 (⿊⽥ PJ)

平坦化・研磨(CMP)

ダイボンディング
ワイヤボンディング
樹脂封止

フッ酸とリン酸の回収と再生技術 ⻑坂 教授 (PL)

組み立て
（後工程）

走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)

装置部材開発 汚染評価 白井 教授 (⿊⽥ PJ)

単結晶成⻑
Si
α-Al2O3
β-Ga2O3
ScAlMgO4

切断
研磨
面取り

特殊吉川 教授 (PL)

半導体製造工程
東北大学 未来科学技術共同研究センター(NICHe) 〜半導体グループ〜

STM/AFMプローブサイズのCV評価・解析・マッピング

ウエハー加工

クリーンルーム構築

製品・アプリケーション

薬液リサイクル

開発向け評価技術
⻑ 特任教授 (PL)

デバイス設計

CMOSイメージセンサ 須川 教授(⿊⽥PJ)

MEMSデバイス 羽根 特任教授 (PL)

桑野 学術研究員 (羽根PJ)

InP系トランジスタ 末光 特任教授 (PL)

繰り返し

プロセス管理技術
CMOSイメージセンサ・
ロジックデバイス
Cu配線・バリア技術 小池 特任教授 (PL)

光通信用光源 松岡 学術研究員 (末光PJ)

⿊⽥ 教授 (PL)

ウルトラクリーンテクノロジー 高純度素材の安定供給

未来科学技術共同研究センター URL: https://www.niche.tohoku.ac.jp/
半導体テクノロジー共創体 URL: https://semicon.tohoku.ac.jp/
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ダイシング
チップ接合・転写

3D配線 福島 准教授 (PL)

インターポーザ技術
ハイブリッド接合

チップレット集積
（中工程）

組み合わせ


